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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和2年2月27日(2020.2.27)

【公表番号】特表2019-510094(P2019-510094A)
【公表日】平成31年4月11日(2019.4.11)
【年通号数】公開・登録公報2019-014
【出願番号】特願2018-538174(P2018-538174)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   5/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   7/16     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  91/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   9/28     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  64/153    (2017.01)
   Ｂ２９Ｃ  64/118    (2017.01)
   Ｂ２９Ｃ  64/314    (2017.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ    5/00     ＣＥＳ　
   Ｃ０８Ｋ    7/16     　　　　
   Ｃ０８Ｌ  101/00     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   91/06     　　　　
   Ｃ０８Ｊ    9/28     　　　　
   Ｂ２９Ｃ   64/153    　　　　
   Ｂ２９Ｃ   64/118    　　　　
   Ｂ２９Ｃ   64/314    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年1月17日(2020.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フルオロポリマー物品の製造方法であって、フルオロポリマー粒子及びバインダ材料を
含む組成物を、少なくとも１つのエネルギー源を含む積層プロセスデバイス内にて積層プ
ロセスに供すること、を含み、
　前記フルオロポリマーが、前記フルオロポリマーの総重量を基準として１重量％以下の
ペルフッ素化コモノマーを含有し得るテトラフルオロエチレンのホモポリマーであるか、
又はテトラフルオロエチレンと１種以上のペルフッ素化、部分フッ素化又は非フッ素化コ
モノマーのコポリマーであって、前記テトラフルオロエチレンの含有量が７０重量％以上
９９重量％未満であるコポリマーであり、
　前記バインダ材料は、前記フルオロポリマー粒子を結合させて前記積層プロセスデバイ
スの前記エネルギー源に暴露された前記組成物の一部において層を形成可能であり、
　前記積層プロセスデバイス内にて積層プロセスに供することが、
　（ａ）前記組成物を規定領域に堆積させること、及び
　（ｂ）前記組成物の一部を前記エネルギー源に暴露すること
を含み、前記バインダ材料が前記エネルギー源に暴露された際に溶融又は液化し、前記フ
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ルオロポリマー粒子を結合又は封入して層を形成する、方法。
【請求項２】
　前記組成物を規定領域に堆積させることが、
　（ｉ）前記フルオロポリマー粒子及び前記バインダ材料並びに任意の他の成分を含む組
成物を含む、押出可能な組成物を提供すること、及び
　（ｉｉ）前記規定領域に前記押出可能な組成物を押出すこと
を含み、前記バインダ材料が、前記デバイスのエネルギー源によって溶融又は液化されて
おり、前記フルオロポリマー粒子を結合させる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　工程（ｉｉ）を繰り返して複数の層を形成し物品を作製することをさらに含む、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記組成物を規定領域に堆積させることが、
　（ｉ）前記フルオロポリマー粒子、前記バインダ材料の粒子、及び任意の他の成分を含
む固体組成物を提供すること、及び
　（ｉｉ）前記固体組成物を堆積させること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　（ｂ）前記組成物の一部をエネルギー源に暴露すること、及び工程（ｉｉ）前記固体組
成物を堆積させることを連続的に繰り返して、複数の層を形成し、物品を作製することを
さらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記組成物の一部をエネルギー源に暴露することが、
　（ｉｉｉ）（ｃ）前記積層造形デバイスのエネルギー源からのエネルギーを前記組成物
の選択した位置に向け、前記バインダ材料を溶融又は液化させ、前記フルオロポリマー粒
子を前記選択した位置で結合させること、又は（ｄ）前記組成物の選択した位置を前記エ
ネルギー源に向け、前記バインダ材料を溶融又は液化させ、前記フルオロポリマー粒子を
結合させること、又は（ｃ）及び（ｄ）の組み合わせのいずれかにより、前記バインダ材
料を溶融又は液化させて前記フルオロポリマー粒子を結合すること、並びに
　（ｉｖ）（ｅ）エネルギー源を前記組成物から離すように向けること、もしくは（ｆ）
前記組成物をエネルギー源から離すように向けることのいずれかにより、前記バインダ材
料が選択していない位置において前記フルオロポリマー粒子を結合させることを防ぐこと
、又は（ｅ）及び（ｆ）の組み合わせ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　熱処理を適用することで、前記バインダを除去すること、を更に含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項８】
　第２の熱処理を適用して前記フルオロポリマーを焼結することをさらに含む、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　前記フルオロポリマーが、１重量％以下のペルフッ素化コモノマーを含有し得る、テト
ラフルオロエチレンのホモポリマーである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記フルオロポリマーが、３７２℃で、５ｋｇの荷重を使用して、０．１ｇ／１０分未
満のメルトフローインデックスを有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記フルオロポリマーが、テトラフルオロエチレンと１種以上のコモノマーとのコポリ
マーであり、前記テトラフルオロエチレンの含有量は、７０重量％以上９９重量％未満で
ある、請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記フルオロポリマーが、２６０℃～３１５℃の間の融点を有する、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記フルオロポリマーが、３７２℃及び５ｋｇの荷重で１～５０ｇ／１０分のＭＦＩを
有する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記コモノマーが、エチレン、ヘキサフルオロプロピレン、フッ化ビニリデン、次の一
般式
　ＣＦ２＝ＣＦＯ（Ｒｆ１Ｏ）ｎ（Ｒｆ２Ｏ）ｍＲｆ
　［式中、Ｒｆ１及びＲｆ２は、２～６個の炭素原子の、異なる直鎖状又は分岐状ペルフ
ルオロアルキレン基であり、ｍ及びｎは、独立して、０～１０であり、Ｒｆは、１～６個
の炭素原子のペルフルオロアルキル基である。］のペルフルオロエーテルから選択される
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記フルオロポリマーが、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン及び任
意にペルフルオロビニルエーテルのコポリマー；テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオ
ロプロピレン及びフッ化ビニリデンのコポリマー；テトラフルオロエチレン及びペルフル
オロアルキルビニルエーテル又はペルフルオロアルキルアリルエーテルのコポリマー；テ
トラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン及びエチレンのコポリマー；及びテト
ラフルオロエチレン及びエチレンのコポリマー、並びにこれらの組み合わせから選択され
る、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記バインダ材料が、炭素－炭素結合及び炭素－水素結合を有する有機材料であり、４
０℃～１４０℃の間で溶融する、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記バインダ材料が、１～１５０μｍ（数平均、Ｄ５０）の粒子径を有する固体微粒子
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記組成物は粒子の固体組成物である、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記組成物が押出可能な組成物である、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記組成物が、前記組成物の総重量を１００重量％として、
　２０～９５重量％前記フルオロポリマー粒子、
　５～７０重量％の前記バインダ材料、
　０～５０重量％の前記フィラー、
　０～１５重量％の他の任意による成分を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記組成物が、７０～９０重量％の前記フルオロポリマー粒子、及び５～２０重量％の
前記バインダ材料を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　積層プロセスデバイス内での積層プロセスによって物品を製造するための組成物であっ
て、フルオロポリマー粒子、任意に１種以上のフィラー、及びバインダ材料を含み、前記
フルオロポリマーが、前記フルオロポリマーの総重量を基準として１重量％以下のペルフ
ッ素化コモノマーを含有し得るテトラフルオロエチレンのホモポリマーであるか、又はテ
トラフルオロエチレンのコポリマーであって、前記テトラフルオロエチレンの含有量が７
０重量％以上９９重量％未満であるコポリマーであり、前記バインダ材料は、炭素－炭素
結合及び炭素－水素結合を有する有機材料を含み、４０℃～１４０℃の間で溶融する、組
成物。
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【請求項２３】
　前記フルオロポリマー粒子が、１～１５０μｍ（数平均、Ｄ５０）の粒子径を有する、
請求項２２に記載の組成物。
【請求項２４】
　前記バインダ材料が１～１５０μｍ（数平均、Ｄ５０）の粒子径を有する固体微粒子材
料であり、前記組成物は粒子の固体組成物である、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２５】
　押出可能な組成物である、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２６】
　前記組成物の総重量を１００重量％として、
　２０～９５重量％、好ましくは７０～９０重量％の前記フルオロポリマー粒子、
　５～７０％、好ましくは５～２０％の前記バインダ材料、
　０～５０重量％の前記フィラー、
　０～１５重量％の他の任意による成分を含む、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２７】
　請求項１に記載の方法によって得られた、３Ｄ印刷されたフルオロポリマー。
【請求項２８】
　請求項２２に記載の３Ｄ印刷されたフルオロポリマーを含む物品。
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